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集成电路 焊柱阵列试验方法

1 范围

本标准规定了焊柱阵列(CGA)的试验方法。
本标准适用于采用焊柱阵列(CGA)封装形式的集成电路(以下简称器件),焊柱包括高铅焊柱、微

线圈焊柱、铜带缠绕型焊柱、基板增强型焊柱、镀铜焊柱等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T9178 集成电路术语

GB/T14113 半导体集成电路封装术语

GJB548B—2005 微电子器件试验方法和程序

3 术语和定义

GB/T9178、GB/T14113界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
焊柱阵列 columngridarray;CGA
一种用细长型焊柱作为外引脚,按照一定节距纵向、横向焊接到基板/陶瓷焊盘上,实现器件下一级

组装时与印刷线路板(PCB)的物理连接(包括电连接)的封装形式。

3.2 
基准平面 datumplane
由三个焊柱顶点形成的平面,三个焊柱具有到植柱顶面最大的垂直距离,并且这三个顶点形成的三

角形的投影包含器件的重心。

3.3 
共面度 deviationfromcoplanarity
最高焊柱顶点和最低焊柱顶点之间的差值。

3.4 
位置度 geometricdimensioning
在器件焊柱理论位置中心对称的区域内,焊柱中心点允许不同于理论位置中心的变动量指标。

3.5 
拉脱力 pull-offforce
施加于焊柱轴向上垂直于器件植柱平面并使焊柱离开该平面的力。

3.6 
固定夹具 clampingfixture
在试验过程中保持器件固定的装置。

1

GB/T36479—2018




